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挑战：背景：

景美专注于制造在半导体制程

中使用的精密探针卡，积极寻

找机器校准方案，以了解设备

状态并确保正常运行，从而满

足客户需求

在探针卡上，探针之间的间距

非常微小，其共面度需要控制

在微米级别，而且还需要在卡

上进行微钻孔加工

使用XM-60多光束激光干涉仪

和QC20球杆仪，对探针卡生

产设备进行共21项自由度误差

的综合测量

解决方案：

XM-60对探针卡生产设备进行综 
合测量，以确保加工质量

XM-60将整体生产效率显著提升 
3倍以上

雷尼绍XM-60多光束激光干涉仪 
在半导体晶圆检测中的应用
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© 2024 Renishaw plc。版权所有。案
例
分
析
：
电
子



  探针卡在半导体制程中扮演着至关重要的角色，它就像一个接

口，将晶圆上的芯片与检测设备连接起来，以进行各种电气测试。

通过这些测试数据，制造商不仅能够微调制程以确保晶圆质量，还

能提前淘汰不良品，避免在后续封装过程中产生浪费，从而降低成

本并增加产能。来自中国台湾的景美科技股份有限公司多年来专注

于设计、研发和制造晶圆测试探针卡及相关零部件。他们借助雷尼

绍XM-60多光束激光干涉仪和QC20球杆仪对生产设备进行综合测

量，以确保生产线平稳运行，并提升加工质量。

市场挑战

  在半导体制程中，晶圆在前段制程完成后会接受检测。合格的晶圆会进入

后段制程，包括切割、固晶、焊线等封装程序。探针卡通常直接固定在探测器

上，并通过接线连接到检测设备上。在工作时，探针卡上的探针与芯片上的焊

垫或凸块接触，形成测试回路。测试机发出的信号通过探针传递到芯片上，然

后探针将芯片的反馈数据传回测试机进行分析和判断，以检测晶圆上每一颗晶

粒的功能是否正常。

  针对不同类型的半导体，制造商会设计并制造相应的探针卡。探针卡的生

产过程包含多个精密制程。然而，制造商面临着诸多挑战：

  首先，探针之间的间距非常微小，根据卡的类型，间距可低至50 μm甚至更

小，而探针的数量则以千计。此外，探针之间的共面度需要控制在微米级别，

以避免探针的接触力差异过大，从而可能导致芯片破损或探针损坏。再者，还

需要在探针卡上进行微钻孔加工，具体的孔直径和孔间距需要根据客户要求而

定，通常在20 μm至30 μm之间。

  对于景美而言，维持生产设备的正常运行至关重要。在尚未组建检验团队

之前，他们只能依赖设备供应商到现场进行校准，并且相信其提供的报告，但

这导致景美无法准确了解设备的状态。最糟糕的情况是，由于设备精度无法满

足客户需求，而且供应商的设备维护周期无法满足客户的交货期，最终导致订

单流失。

  为了解决这个难题，景美组建了自己的检验团队，并依据雷尼绍的建议，

购买了XM-60多光束激光干涉仪和QC20球杆仪，用于对生产设备进行校准。
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XM-60多光束激光干涉仪的综合测量能力可帮
助我们更好地了解机器的整体性能，并深入
研究机器与误差之间的关联性。测量完成后
生成的报告成为我们评估机器状态的重要参
考依据。使用XM-60后，机器的精度和稳定性
得以提升，我们能够更好地掌控生产过程，
从而提高客户满意度和市场竞争力。

综合测量

  在景美的工厂内，XM-60多光束激光干涉仪主要用于评估和维护生产线上

的机器性能。由于探针卡的加工精度要求极高，了解所有的机器误差对于景美

而言非常必要。景美开展的检测项目包括动态直线度检测、对机器各轴进行误

差来源分析，以及空间精度检测与补偿等。目前，景美使用XM-60平均每月对

工厂内的4台机器进行检测（包括一些五轴机床）并生成相应的报告，用于评估

机器的状态，以便进行校准。

  在使用XM-60多光束激光干涉仪之前，景美主要依赖设备供应商或采用花

岗岩角尺和千分表等传统工具对机器进行测量和维护。然而，这些工具不仅效

率低，精度也并不可靠。供应商通常采用普通的激光干涉仪进行测量，但因只

能测量单个轴的线性位置误差，并不能满足景美对测量多个自由度的需求。此

外，使用传统工具进行测量需要进行复杂的设定，不仅耗时而且不方便。

  相较之下，XM-60的设定更加简便，只需一次设定便可测量一个轴的六个

自由度，并且可在特定位置测量多个参数，提供任意位置的定位精度评估结

果。通过雷尼绍提供的直观软件界面，用户能够快速了解机器的误差情况。景

美表示，采用XM-60后，他们的整体生产效率显著提升了3倍以上，而且只需一

名操作员即可轻松快速完成包括21项自由度误差的测量工作。

  景美品保经理廖柏升先生说：

利用XM-60的综合测量性能，景美
能够评估生产设备的状态，以便进
行校准

景美科技股份有限公司
品保经理廖柏升先生
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QC20快速初步检测

  在景美的工厂内，雷尼绍QC20球杆仪在生产设备的维护方面也扮演着关键

角色。通过定期使用QC20进行快速检测，景美能够提前了解每台机器的状况，

有效分配有限的生产资源，评估生产能力能否满足客户需求，并准确预估交货

时间。QC20的一个显著优点是它仅需10分钟即可快速完成检测，并提供有关机

器潜在问题的基本信息。如果需要更详细的分析，则可以使用XM-60进行进一

步检测。

  在空间补偿方面，QC20也是重要的一环。XM-60多光束激光干涉仪能够同

时检测一个轴的六个自由度，包括线性精度、俯仰角、扭摆角、滚摆角、水平

方向和垂直方向直线度。如果分别对X、Y和Z轴进行测量，总计可检测出18项
误差。而且，搭配QC20球杆仪进行测量，还可获得另外3项误差数据，从而得

到满足空间补偿所需的21项三维空间误差数据。将这两款产品搭配使用，景美

能够全面了解机器的误差情况，并进行相应的校准和补偿操作。

  廖经理指出：“QC20确实为我们带来多项益处。首先，它能够减少15%的

停机时间，这意味着生产设备的检测时间大幅缩短，因此提高了生产效率。此

外，QC20还能够降低5%的废品率，这意味着我们能够更精确地检测和评估机

器性能，因此提高了产品质量。

  除此之外，QC20还能够在整个生产过程中协助评估机器的状况，以便及时

对机器进行预防性维护。这样可以确保设备的正常运行，维持整个工厂的生产

能力。同时，QC20还能够快速识别加工质量未达标准的原因，方便追踪和解决

问题。”

定期使用QC20球杆仪进行快速检
测，提前了解每台机器的状况

随着新型半导体产品规格要求的提
升和需求量的增加，需要不断提升
探针卡和测试设备的测试能力
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  随着新型半导体产品规格要求的提升和需求量的增加，制造商也需要不断

提升探针卡和测试设备的测试能力，包括增加探针的数量，满足更小的间距要

求，以及提高检测速度。

  景美董事长陈吉良先生总结道：

未来，随着半导体需求的不断增长，业界将
面临越来越多高端半导体测试带来的考验。
随着宜兰一厂和二厂的逐步建成和投入使
用，景美将能够提升产能并研发更多相关产
品。

景美科技股份有限公司
董事长陈吉良先生
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#雷尼绍详情请访问www.renishaw.com.cn/CMAT
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